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Zusammenfassung. 

Die Erfindung betrifft ein System von äußerlich gleichartigen Gehäusen (Modulen) und 
Verbindungen das es ermöglicht ein Netzwerk von elektronischen Komponenten mit zugehöriger 
Software zu entwickeln. Die Module sind aus vier Komponenten aufgebaut: einer Schachtel (1), 
einem Deckel (2), einem Verbindungsstück (3) und einer zugehörigen Halterung (4). Diese Module 
können bezüglich der Funktion unterschiedlich sein, sind aber immer gleich anzuwenden, indem die 
beiden Grundfunktonen Spannungsversorgung und Datenkommunikation gleichartig implementiert 
sind. Die Module können über ein Stecksystem verkettet werden, indem sie für sich selbst die 
Versorgungsspannung und die seriellen Leitungen abgreifen und für das nächste Modul 
durchschleifen. Vorzugsweise wird die serielle Datenverbindung I2C angewendet, die eine 
entsprechende Adressierung der Module ermöglicht. 
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Patenteinreichung MatCube AIT / Dr. Walter Koch 

 
Einleitung: 
Das Angebot an elektronischen Hardware-Komponenten ist heutzutage sehr vielfältig und die 
Verfügbarkeit ist zu erschwinglichen Preisen gegeben. Es ist daher viel leichter geworden, eigene 
Lösungen für eine Vielzahl von Aufgabenstellungen zu finden.  Sehr oft gibt es auch komplexe 
Hardwarelösungen, die bereits eine Mikroprozessorstruktur integriert haben oder mit dieser leicht 
kombinierbar sind, wie beispielsweise mit der Arduino-Familie. 
Ebenso gibt es zahlreiche Plattformen, die auch Softwarelösungen kostenlos zur Verfügung stellen. 
Für eine konkrete Anwendung jedoch ist meist eine Expertise für die Hard- und Software- 
Komponenten notwendig. 
Der Trend von der analogen Domäne zur digitalen ist deutlich sichtbar, was mit ein Grund ist, dass 
die Hardware billiger geworden ist. War früher ein Wissen über Sensoren, Verstärker und Analog- 
Digital-Wandler notwendig, so sind heutzutage viele Sensoren bereits mit ADC und einer seriellen 
Schnittstelle ausgerüstet. Für deren Betrieb sind aber umso mehr Softwarekenntnisse notwendig. 
Oft sind verschiedene Anpassungen notwendig, Register müssen definiert werden etc. d.h. es sind 
weiterhin sehr hohe technische Kompetenzen notwendig. 
Die meisten Anwender haben diese nicht und haben auch kein Interesse, technische 
Grundkenntnisse zu erlangen. Die schnelle und effiziente Lösung steht im Vordergrund. Somit 
kann sich ein Anwender ganz einem Lösungskonzept widmen. Detailkenntnisse sind hier oft 
ablenkend und somit auch hinderlich. Eine klare Strukturierung und Abgrenzung von den 
Systemkomponenten vom eigentlichen Problem ist daher besonders wichtig und somit 
anzustreben. 

 
 
 

State of the art: 
Zur Zeit gibt es noch kein System, welches in der vorgestellten Art und Weise aufgebaut ist. 
Eine Literatur-Recherche mit den Suchbegriffen „container“, „electronic“, „components“ und 
„prototyping“ führt beispielsweise zu folgenden Ergebnissen: 

1)  Guide to New Electronics Prototyping for Hardware Startups & Design Companies 
htps://www.cadcrowd.com/blog/guide-to-new-electronics-prototyping-for-hardware- 
startups-design-companies/ (2023-05-08) 

1)  Electronics prototyping services under one roof 
htps://vectorbluehub.com/electronics-prototyping   (2023-05-08) 

2)  Cool Components 
htps://coolcomponents.co.uk/collectons/prototyping (2023-05-08) 

Die angeführten Systeme sind hardwareorientiert und vor allem auf die Produktion spezieller 
Platinen fokussiert, die im Standalone-Betrieb auf bestimmte Einsatzgebiete und 
Problemstellungen zugeschnitten sind. Dabei ist verschiedentlich auch eine enge Verbindung zu 
speziellen Mikro-Prozessoren zu erwähnen wodurch eine allgemeine Einsatzmöglichkeit, die die 
einfache Integration einer Vielzahl von elektronischen Komponenten verschiedenen Typs und von 
verschiedenen Herstellern nahezu unmöglich macht oder erheblichen Aufwand verursacht, 

 
 
 

Beschreibung: 
An die Struktur eines Matador-Baukastensystems (https://www.matador.at) erinnernd wird in der 
gegenständlichen Erfindung ein Verfahren bzw. eine Vorrichtung vorgestellt, die sich äußerlich 
gleichartiger Module bedient. 
Diese sind unter anderem dadurch charakterisiert, dass sie nur bestimmte gleichförmige 
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Gehäusedimensionen verwenden. Diese Module können bezüglich der Funktion unterschiedlich 
sein, sind aber immer gleich anzuwenden, indem die beiden Grundfunktionen 
Spannungsversorgung und Datenkommunikation gleichartig implementiert sind. 
Die Module können über ein Stecksystem verkettet werden, indem sie für sich selbst die 
Versorgungsspannung und die seriellen Leitungen abgreifen und für das nächste Modul 
durchschleifen. Vorzugsweise wird die serielle Datenverbindung I2C angewendet, die eine 
entsprechende Adressierung der Module ermöglicht. Selbstverständlich können andere 
Kommunikationsstrukturen wie PCI-Bus, KNX-Bus etc. angewendet werden. In der hier 
vorgestellten Lösung (Zeichnung 7) ist die Datenkommunikation als serielle 2-Drahtverbindung 
wie - beispielsweise I2C oder PCI-Bus – ausgeführt, kann aber in jeder beliebigen genormten 
oder nichtgenormte Konfiguration realisiert sein. Es muss nur die Grundeigenschaft eines 
Busses mit der erweiterbaren Adressierung umgesetzt werden. 
Als Alternative kann auch zusätzlich zum Daten- und Versorgungsbus ein eigener Adressierungsbus 
verwendet werden. Als weitere Alternative kann in Verbindung mit einem Adressierungsbus auch 
ein paralleler Datenbus mit unterschiedlicher Bitbreite eingesetzt werden. 

Als Zwischen- oder Endglied einer Mat-Cube-Verkettungsstruktur kann auch ein oder mehrere 
Wireless-Module eingebaut werden, damit externe Module, die mittels Steck- bzw. 
Kabelverbindung schwer oder nicht zugänglich sind in einen Prozess eingebunden werden können. 

Als „Wireless“ kommen alle gängigen Funkverbindungen in Frage. 

Die Teile in Zeichnung 1-6 des MatCube-Systems können auf verschieden Weise produziert 
(beispielsweise 3D-Drucker oder Laser-Cuter) werden. Bei Bedarf können Schachtel und Deckel 
modifiziert werden. Ein praktisches Beispiel wären weitere Löcher in der Schachtel über die 
Peripherie-Geräte für eine Mikro-Computer (Maus, Bildschirm, USB-Stick, …) angeschlossen 
werden können. 
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Beschreibung der Zeichnungen. 

Zeichnung 1 zeigt den grundlegenden Formfaktor des MatCube-Systems, den Standardwürfel. Er 
besteht beispielsweise aus vier Teilen: der Schachtel (1), die der Aufnahme einer oder mehrerer 
elektronischer Komponenten – wie beispielsweise ein Mikro-Computer dient; dem Deckel (2), der 
weitere elektronische oder elektromechanische Komponenten wie beispielsweise Sensoren oder 
Aktuatoren aufnehmen kann; aus einem oder mehreren Verbindern (3), der/die in die Löcher in 
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den Seitenwänden gesteckt werden. Dieser Teil dient entweder der direkten Verbindung von 
Würfeln oder der Verbindung von Würfeln über Kabel. Der Verbinder enthält sechs Löcher in die 
die Verbindungskabel für die elektronischen Komponenten gesteckt werden. Allgemein werden je 
zwei Leitungen für die Stromversorgung und für einen seriellen Datenbus verwendet; die 
Halterung (4) die der Fixierung von Verbindern an der In- oder Außenwand einer Schachtel dient. 
In diese Löcher können anstelle der Standard-Verbinder auch proprietäre elektronische Stecker 
gesteckt werden. 

 
Zeichnung 2 zeigt den MatCube-Doppelwürfel, der der Aufnahme größerer Mikroprozessoren 

oder anderer Komponenten dient. Der Deckel kann ebenfalls größer sein und mehrere 
elektronische, elektromechanische oder elektrochemische Komponenten (beispielsweise mehrere 
Sensoren) aufnehmen. Die Verbindung mit anderen Würfeln erfolgt wieder über Verbinder und 
Halterungen. 

 
Zeichnung 3 zeigt den Standardwürfel in halber Höhe für den Fall dass eine elektronische 

Komponente nicht eine volle Schachtelhöhe benötigt. Ein Anwendungsfall wäre ein 
Mikroprozessor an den eine Reihe von Schachteln über Verbinder angeschlossen werden, um 
beispielsweise ein Sensor-Netzwerk aufzubauen. Die Löcher für die Verbinder sind in diesem Fall 
um 90 Grad gedreht. 

 
Zeichnung 4 zeigt den Doppelwürfel in halber Höhe. 

 
Zeichnung 5 zeigt einen MatCube-Teil (9), der als Boden- oder Seitenplatte ausgeführt sein 

kann und der der Befestigung von MatCube-Schachteln dient. Auf oder an diesem Teil kann ein 
MatCube- Würfel gegebenenfalls lösbar aufgesteckt werden. 

 
Zeichnung 6 zeigt ein Verbindungsstück (10) für zwei MatCube-Würfeln, welches ein Stapeln von 

Würfeln in beliebiger Richtung ermöglicht. 
 

Zeichnung 7 zeigt das Blockdiagram von mehreren verketteten Mat-Cubes (10a, 10b, 10c, 
10d). Zeichnung 7a zeigt die physische Kopplung mit (Stecker (12) und Buchse (13) 
Zeichnung 7b zeigt die physische Steckerverbindung (12, 13) aufgeteilt in die zwei Busstrukturen für 
die serielle Datenübertragung (14) und die Stromversorgung (15). 
Zeichnung 7c zeigt den Datenbus (14) aufgeteilt in eine Datenleitung (16) und eine 
Synchronisationsleitung (17), sowie den Versorgungsbus (15) aufgeteilt in die beiden 
Versorgungsleitungen (18, 19). Die der jeweiligen Funktion entsprechend eingebaute 
Elektronikeinheiten (20a, 20,b, 20c) greifen die durchgeschleiften Leitungen (16, 17, 18, 19) ab. 
Am Anfang einer Modulkette steht eine Einheit (10a) mit einer besonderen Masterfunktion, 
weshalb hier im Allgemeinen nur eine Spannungsversorgungseinheit (11) angeschlossen wird. 
Modul 10a kann dabei selbst ein Mat-Cube oder eine beliebige andere Form einer elektronischen 
Einheit darstellen. Die hier dargestellten 2-adrigen Busstrukturen (14) (15) können auch mehradrig 
ausgeführt sein, beispielsweise zusätzliche Versorgungsspannungen oder andere 
Datenkommunikationsstrukturen. 
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ANSPRÜCHE 

Anspruch1: 

Die gegenständliche Erfindung stellt eine Vorrichtung und ein Verfahren eines modulares System 
von elektronischen Hard- und Softwarekomponenten dar, die in beliebiger Weise kombinier-, 
kaskadier-, bzw .verkettbar sind, dadurch gekennzeichnet, dass jedes Element für sich aus einem 
vorzugsweise gleichartigem Gehäuse mit definierter Steckerschnittstelle für Spannungsversorgung 
und serieller Busstruktur, aus der Elektronik für verschiedenen Zwecke wie Sensorik, 
Datenerfassung und Speicherung, Datenbanken, MiniDisplay, Steuerelemente wie Schalter und 
Potentometer etc., aus der Elektronik für die Kommunikaton, wie beispielsweise einer 
Mikroprozessorstruktur und dem Betrieb der spezifischen Elektronik sowie aus der dazu 
benötigten Firmware besteht, sodass ein Anwender ohne viel Detailkenntnisse diese Module zu 
einem Gesamtsystem für verschiedenste Aufgaben kombinieren kann. 

Anspruch 2 
Vorrichtung und Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass eines dieser Elemente 
– vorzugsweise das erste in einer Kette - einen Master darstellen kann, der die Ablauf- und 
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Funktionssteuerung des Gesamtsystems übernimmt und die Schnittstelle zu einem anderen 
Kommunikations- oder Computersystem darstellt. 

Anspruch 3 
Vorrichtung und Verfahren nach Anspruch 1 - 2, dadurch gekennzeichnet, dass jedes Modul mit 
einer eigenen Firmware vorinstalliert ist, aber auch vom Anwender angepasst werden kann. 

Anspruch 4 
Vorrichtung und Verfahren nach einem oder mehreren der Ansprüche 1 - 3, dadurch 
gekennzeichnet, dass die Gehäuse und Steckerschnittstellen bestimmte Standardgrößen 
annehmen können und dadurch die Module beliebig austauschbar und kombinierbar sind. 

Anspruch 5 
Vorrichtung und Verfahren nach einem oder mehreren der Ansprüche 1- 4, dadurch 
gekennzeichnet, dass die Steckverbindungen neben ihrer elektrischen Funktion auch eine 
mechanische stabile Verbindung darstellen. 

Anspruch 6 
Vorrichtung und Verfahren nach einem oder mehreren der Ansprüche 1-5, dadurch 
gekennzeichnet, dass einzelne Module über eine weitere Steckverbindung zum Betrieb von 
weiteren Komponenten wie beispielsweise einem Display, einer Tastatur, einem externen 
Speicher oder externer (Leistungs-)Elektronik für Steuerungsaufgaben besitzen können. 

Anspruch 7 
Vorrichtung und Verfahren nach einem oder mehreren der Ansprüche 1-6, dadurch 
gekennzeichnet, dass einzelne Würfel mit Zwischenadaptern fix oder lösbar verkettet werden 
können. 

Anspruch 8 
Vorrichtung und Verfahren nach einem oder mehreren der Ansprüche 1-7, dadurch 
gekennzeichnet, dass je nach Steckerausführung neben einem seriellen Datenbus auch ein 
paralleler Datenbus unterschiedlicher Datenbreite eingesetzt wird und/oder ein zusätzlicher 
Adressbus verwendet wird, wobei für alle Arten der Datenkommunikation ein Standardverfahren 
oder auch ein nicht-standardisiertes Protokoll verwendet werden kann. 

Anspruch 9 
Vorrichtung und Verfahren nach einem oder mehreren der Ansprüche 1-8, dadurch 
gekennzeichnet, dass ein oder mehrere Mat-Cube-Elemente eine Funkschnittstelle zu externen 
Modulen aufbauen können. 
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Zeichnung 7a (oben), 7b (mitte), 7c (unten) 
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Ansprüche. 
1. Kleingehäuse mit definierter Steckerschnittstelle für Spannungsversorgung und serieller 

Datenleitung zum Kombinieren von elektronischen Hard- und Softwarekomponenten, dadurch 
gekennzeichnet, dass jedes Gehäuse die Form eines Würfels (1) oder Quaders (5) hat und mit 
einem quadratischen (2) oder rechteckigen (6) Deckel abgeschlossen ist und die feste 
Verbindung zu anderen Gehäusen über einen Verbinder (3) und eine Halterung (4) erfolgt. 

2. Kleingehäuse nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet dass seine Höhe einer halben 
Würfelhöhe (7, 8) entspricht. 

3. Kleingehäuse nach Anspruch 1 - 2 darurch gekennzeichnet das dessen Grundfläche (5) und 
Deckel (6) einem Vielfachen der Grundfläche und des Deckels eines Würfels entsprechen kann. 

4. Vorrichtung und Verfahren zur Montage (9) und Kombination (10) von Kleingehäusen nach 
Anspruch 1 - 3, dadurch gekennzeichnet dass eine feste Verbindung von Kleingehäusen 
ermöglicht wird. 

5. Vorrichtung und Verfahren nach einem oder mehreren der Ansprüche 1-4, dadurch 
gekennzeichnet dass die Verbindung von Kleingehäusen (10a - 10d, 11) und in den Gehäusen 
enthaltenen elektronischen Komponenten (20a - 20c) über Kabel die die Stromversorgung und 
den Datenaustausch ermöglichen, erfolgt (12 - 19). 

6. Vorrichtung und Verfahren nach einem oder mehreren der Ansprüche 1 - 5, dadurch 
gekennzeichnet dass die Datenverbindung von Kleingehäusen (10a - 10d, 11) und in den 
Gehäusen enthaltenen elektronischen Komponenten (20a - 20c) über Funk erfolgt. 
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